
JP 2018-529238 A5 2018.12.13

10
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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   Ｈ０１Ｌ   33/62     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月30日(2018.10.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フリップチップの電極表面およびパッケージ基板の表面に同時に金属を電鋳し、フリッ
プチップの電極とパッケージ基板との間の前記金属による接続を実現することを特徴とす
る、フリップチップのパッケージ方法。
【請求項２】
　フリップチップの周囲にパッケージ基板を設置するステップＳ１と、
　フリップチップの電極表面とパッケージ基板の表面に金属導電膜をコーティングするス
テップＳ２と、
　金属導電膜の表面にフォトレジストを塗布するステップＳ３と、
　マスクアライナにおいて、フォトリソグラフィプレート上での電極構造とフリップチッ
プの電極構造をアライメントしてフォトエッチングし、露光及び現像した後に、フリップ
チップの電極表面とパッケージ基板の表面が同一領域にあるフォトレジスト構造モールド
を得ると共に、フリップチップの電極間の絶縁箇所をフォトレジストが被覆するようにす
るステップＳ４と、
　前記金属導電膜を電極とし、前記フォトレジスト構造モールド内におけるフリップチッ
プの電極表面およびパッケージ基板の表面に同時に前記金属を電鋳して、前記フォトレジ
スト構造モールド内を前記金属で覆われるようにし、フリップチップの電極とパッケージ
基板との間の前記金属による接続を実現するステップＳ５と、
　ステップＳ４で前記絶縁箇所を被覆するフォトレジストおよびフォトレジストで被覆さ
れる金属導電膜を除去するステップＳ６とを含むことを特徴とする、請求項１に記載のパ
ッケージ方法。
【請求項３】
　ステップＳ６の後に、
　前記パッケージ基板を除去するステップＳ７を更に含むことを特徴とする、請求項２に
記載のパッケージ方法。
【請求項４】



(2) JP 2018-529238 A5 2018.12.13

　前記金属導電膜は、フリップチップの電極表面およびパッケージ基板の表面の上方に位
置するクロム導電層と、前記クロム導電層の上方に位置する金導電層とを含むことを特徴
とする、請求項２又は３に記載のパッケージ方法。
【請求項５】
　前記金導電層は、厚さが２０～４００ｎｍであり、前記クロム導電層は、厚さが２０～
４００ｎｍであることを特徴とする、請求項４に記載のパッケージ方法。
【請求項６】
　前記フォトレジストは、ＡＺ４６２０フォトレジスト、ＡＺ－５０ＸＴフォトレジスト
、ＳＵ８フォトレジスト、又はＰＭＭＡフォトレジストであることを特徴とする、請求項
２～５のいずれか一項に記載のパッケージ方法。
【請求項７】
　ステップＳ３において、シャロートレンチ方式で前記フォトレジストを塗布することを
特徴とする、請求項２～６のいずれか一項に記載のパッケージ方法。
【請求項８】
　ステップＳ３において、スピン方式で、２００～６０００回転／分の回転速度で前記フ
ォトレジストを塗布することを特徴とする、請求項２～６のいずれか一項に記載のパッケ
ージ方法。
【請求項９】
　前記金属は、銅、ニッケルまたは金であることを特徴とする、請求項１～８のいずれか
一項に記載のパッケージ方法。
【請求項１０】
　ステップＳ６は、
　ゾル溶液で前記絶縁箇所を被覆しているフォトレジストを溶解するステップＳ６１と、
　金腐食液によりフォトレジストで被覆されている金導電層を腐食するステップＳ６２と
、
　クロム腐食液により金導電層で被覆されているクロム導電層を腐食するステップＳ６３

とを含むことを特徴とする、請求項４または５に記載のパッケージ方法。
【請求項１１】
　前記フリップチップの電極表面に金属層を設置することを特徴とする、請求項１～１０
のいずれか一項に記載のパッケージ方法。
【請求項１２】
　前記フリップチップの電極表面に金属層を設置しないことを特徴とする、請求項１～１
０のいずれか一項に記載のパッケージ方法。
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